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Abstract (en)
A high frequency coil having a structure in which strip-like coil conductors are formed on the surfaces of an insulating substrate, and a method of
manufacturing the coil. An object of the invention is to increase the Q value of the coil without increasing the film thickness and wire width of the coil
conductors. A pair of coil conductors (3, 4) are so formed that the coil conductors sandwich an insulating substrate (1). The paired coil conductors (3,
4) are so connected in parallel to each other that currents flow through them in the same direction. The ends of the paired coil conductors (3, 4) are
connected electrically with an input and an output electrode (5, 6) formed on the insulating substrate (1).

Abstract (fr)
Sont décrits une bobine haute fréquence présentant une structure dans laquelle des conducteurs en forme de bande sont formés sur les surfaces
d'un substrat isolant, ainsi qu'un procédé pour fabriquer la bobine. Un objet de l'invention est d'augmenter la valeur Q de la bobine sans augmenter
l'épaisseur de film et la largeur de fil des conducteurs de la bobine. Une paire de conducteurs de bobine (3, 4) sont formés de manière à prendre
en sandwich un substrat isolant (1). Les deux conducteurs de bobine (3, 4) sont reliés l'un à l'autre en parallèle de sorte que les courants circulent à
travers eux dans le même sens. Les extrémités des deux conducteurs de bobine (3, 4) sont reliées électriquement à une électrode d'entrée et à une
électrode de sortie (5, 6) formées sur le substrat isolant (1).
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